
2-⑥ 기술 개요■ 

저진공 마이크로웨이브 플라즈
마 발생장치

저진공 마이크로웨이브 플라즈마 발생장치 기술을 - (1~50 Torr) 

제공함.

플라즈마를 이용한 분체의 코팅 및 처리가 가능하며 장시간 - , 

운전이 가능한 기술임 연속동작 가능. (2.5kW, 6hr )

기술분야 대표사진■ 기술적 개선점■ 

본 기술은

기존 플라즈마 용사코팅 기법은 고속 및 후막APS( ) (100 m μ

이상 증착의 장점을 지니고 있으나 코팅막의 불균일성 및 ) , 

공극 발생으로 막질이 치밀하지 못하다는 단점이 있음.

또한 상온분사코팅 기법은 높은 압력 차를 이용 세라믹 , AD( ) , 

입자의 속도로 가속하여 모재에 코팅하는 기술로써 막질이 , 

치밀하나 코팅속도가 매우 느리고 후막, (30 이하 코팅m ) μ 의 

한계가 있음.

본 기술인 저진공 마이크로웨이브 플라즈마 코팅( -μ PAD) 

기법은 세라믹 입자의 운동에너지와 플라즈마 에너지를 모두 

이용하여 치밀한 후막 코팅이 가능하여 및 코팅의 , APS AD

한계를 극복하여 상용화에 큰 이점이 있음.

시장전망 ■ 

메모리 반도체 시장 전망 예측 (2021-2028) 
출처: Data Bridge Market Research

- 발 명 자 장수욱 : 

- 연구분야 : 플라즈마 발생원 개발

지식재산권 현황- 

- 반도체 디스플레이 제조공정의 핵심공정 장비인 플라즈마 식각/

장비는 평균 억으로 매우 고가이며 주요기업의 경우  20~100 , 

제품공정 라인별 약 대의 플라즈마 식각장비를 사용하고20~50  

있어 매우 높은 비용을 지출하고 있음.

- 한국은 반도체 디스플레이 산업분야에서 세계 최고의 생산 기/

술을 유지하고 있음에도 불구하고 장비기술 및 부품 소재에 , ·

대한 원천기술의 부재로 인하여 현재 반도체 디스플레이 제조/

공정장비의 이상은 해외 장비업체로부터 수입하고 있음70% .

- 반도체 디스플레이 장비부품의 주요기술에 대한 국산화로 해외  /

의존도를 낮추고 공정장비 부품의 내수화 확대와 더불어 세계, 

시장 진출에 따른 경제성장을 도모할 수 있음.

특허번호 특허명
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코팅용 분체 에어로졸 증착용 마
이크로웨이브 플라즈마 노즐 및 
이를 이용하는 코팅용 분체 에어
로졸에 의한 코팅 장치

- 기술문의
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